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Sposéb wykonania wyprowadzen zewnetrznych
w elektronicznych mikroukladach mocy

1
Przedmiotem wymalazku jest sposéb wykonania
wyprowadzen zewnetrznych w elektronicznych mi-
kroukiadach mocy umieszczonych w hermetycz-
nych wobudowach metalowo-plastylowych.

Zmany jest spos6b wykonania wyprowadzeti ze-

wnetrznych od mikrouktadéw umieszczonych W
obudowie polegajacy na polaczeniu przewodéw dru-
‘towych w emany sposob jednymi koticami z po-
lami kontaktowymi na plytce mikroukladu a dru-
-gimj z przepustami hermetycznymi w metalowej
czesci obudowy. Znany jest ré6wmiez sposdéb pole-
gajacy na umieszczeniu drugich koncow w wyje-
ciu czesci obudowy z tworzywa sztucznego oraz
wypelnieniu wolnej przestrzeni miedzy przewodami
a brzegami wyjecia materiatem izolacyjnym che-
moutwardzalnym.

Wykonanie hermetycznych przepustéw w czesei
metalowej obudowy wymaga zlozonej technologii i
jest stosowane w obudowach zrobionych w catos-
ci z metalu do szczegdlnie odpowiedzialnych zasto-
sowan. Wyprowadzenie przewodéw drutowych od
mikroukladu poprzez czesé obudowy wykonanej z
tworzywa sztucznego uniemoiliwia wprawdze ich
oderwanie od plytki mikroukladu, ale przewody s3
narazone na zerwanie w miejscu ich wychodzenia
z obudowy wskutek wielokrotnie wystepujgcego

zginania podczas lgczenia obudowanego mikroukla-

‘du z obwodami zewmetrznymi oraz w warunkach
eksploatacji. Ponadto wystepuja czeste uszkodze-
nia polaczenia, wyprowadzenie — pole kontaktowe
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na piytce mikroukiadu w procesie jego wykony-
wania, i podceas operacji technologicznych zacho-
dzacych pezed wypelnieniem przestrzeni miedzy

przewodamj w wyjeciu obudowy materialem che-

mouptwardzalnym.

Celem wynalazku jost usuniecie tych niedogod-
nosei poprzez wykonanie wyprowadzen zewnetrz-
nych odpornych na uszkodzenia pod- dzialaniem

.zewmetrznych sit $cinajacych. Dodatkowym celem

jest utatwienie procesu uszczelniamia mikroukiadu
w obudowie.

Zgodnie z wynalazkiem cel ten osiggnieto przez
wykonanie wyprowadzen zewnetramych w postaci
odpowiednio wlksztabtowanych wkladek o przekro-
ju rostokatnym z materialu przewodzacego prad
elektryczny, kiore umieszcza sie w wyjeciu czedei )
obudowy z tworzywa sztucznego i unieruchamia w
nim przez wypelnienie przestrzeni miedzy wklad-
kami a Scianami bocznymi wyjecia materialem izo-
lacyjnym, po czym tkoiice wewnetrzne wiktadek 1g-
czy sig cienkimi drutami z polami Kkontaktowymi
na plytce mikroukitadu. Nastepnie przefrzen nad
piytkq z mikroukladem wypelnia sie elastycznym
materiatem zabezpieczajacym réwno z krawedzia-
mi gémymi wymiennika. Odmiana wymienionego
sposobu polega na tym, ze wkiladki zaprasowuje
si¢ pojedynczo lub zespolami w tworzywie sztucz-
nym za wyjatkiem ich koficoéw, po czym uklada sig
je przy S$ciamach bocznych wewnatrz obudowy  w
ksztalcie pudetka oraz lgczy sie wewnetrzme kof-



3 . ’
ocowki wkladek z polarhi kontaktowymi ma plytce
mikroikiadu za pomocg cienkich drutéw, a nastep-

‘przestrzen nad plytka mikroukladu wypelnia
sje elastycznym materialem izolacyjnym réwno z

Irawedziamj gérmymi obudowy.

Ksztaht koncoéwek zewnetranych wkladek moze
byé dostosowany do lgczemia ich z obwodami ze-
wnetrznymi przez zaciskanie rozbieralne lub mnie-
rozbieraline, a takze przez lutowanie. Istnieje mo-
zliwosé nakladzmia oston izolacyjnych ma polacze-
n‘e koncowka ze'wnehrmav wkizadki — obwéd ze-
wnetrzmy.

Wyprowadzenia zewﬁetnme od mikroukladu wy-
komame wedlug wynalazku sg odizolowane elekitry-
cznie od metalowej czeSci obudowy, nie prze-

nosza naprezen mechanicznych ma potaczenia z po--

lami kontaktowymi mna piytce mikroukladu i sa
wytrzymale ma dzialanie zewndfrznych sit $cina-
jacych. Proces wytwarzania wkladek daje sie zau-
tomatyzowaé. Isthieje rowniez mozliwosé automa-
tyzacji procesu wykonywania wyprowadzen od mi-
kroukladu.

Przedmiot wymalazku jest blizej wyjasniony w
przyktadowym wykonaniu uwidocznionym ma ry-
sunku, na kitérym fig. 1 przedstawia obudowany
mikrouklad w widoku z gbry, fis. 2 — obudowany
mikroukitad w przekroju podiuznym wazdhuz linii
A — A na fig. 1, fig. 3 — dwie wkiadki zapraso-
wane w btworzywie sztucznym w widoku z przodu,
fig. 4 — te same wkiladki w widoku z boku, fig. 5
— obudowany mikroukiad z zaprasowzmnymi wikiad-
kami w widoku z gory i fig. 6 — ten sam mikro-
uklad w przekroju podiuznym wadiuz lmu B —B
na fig. 6.

Jak pokazano na fig. 1—6, do plaskiej po-
wierzchni metalowego wymiennika ciepla 1 w
Ksztadcie korytks ub piidetka & przyfwierdza sie
Plyitke mikaroukladu 3, po ezyim wikladki 4 metals-
wé uhierwchamia sie w Wyjeciud 5 pokrywy 6 z
tworzywa sztucznego poprzez wypelnienie prze-
strzeni miedzy wkladkami 4 w wyjeciu 5 thaté-
¥ialeém izolacyjnym 7, fhajkorzystniej chemoutivar-
dzakiym. Z &olel pokrywe 6 z tworzywa. sztuczné-
-86 1§ezy sie mieromlacznie jej obrzezem do plaskiej
-powierzehint Wyrriennika 1 wokot plytki z fikro-
Wkladam 31 Nastephie wykontje sie polgezenia
miedzy wewnetrznymi koficowkami wikladell 4 a
polami koriRtowyini 8 #ia Hlyfee mikroukiada 3
‘3% pombta @rtow 9 Boprzéz okho 16 wyciefe w
pokeyvier 6. W pizypddios obudowy W Rsztaleie
pudetks 2 Gwie wikladiti 4 polaczétie ze sobg w
ksztatt Biftery U przed gaprasowirie w sworzyivie
olaeyjnym fErmoutwardzalnyth ibjscatwia  she
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przy dwoch przeciwleglych $ciankach wewnetrz-
nych obudowy, po czym polaczenia miedzy weiid-
trznymi koncéwkami wkladek 4 a polami kontak-
towymi 8 ma [pltytce mikroukiadu 3 wyltontje sie
za pomocy drutdw 9. Przestrzen mad mikrouktadem
wypelnia sie elastycznym materiatem jzolacyjnym
rébwno z krawedziami gérmymi obudowy.

Cze$¢é metalowa obudowy umozliwia wymiane
ciepla rozpraszamego w mikroukladzie 3 z otocze-
niem. Koncowki mzewnegtrzme mwkiadek 4 moga
mieé rozny ksztadt, w zaleznosci od rodzaju wyko-
ny'wanych polgczen z obwodami zewnetrznymi.

Spostb wykonania wyprowadzen zewmetrznych
wedhlug wynalazku moze znaleZé zastosowanie w
qﬁﬂnrcnukla‘dach mocy pracujacych w warunkach
wystepowania wstrzaséw, udaréw meuhamczmych i
drgan. : B

Zastrzezemia patemmowié*

1. Spos6éb wylkonania wyprowadzent zewnetrznych
w elekironicznych mikroukladach mocy, od mikro-
ukladu umieszczonego w cbudowie zlozonej z me-
talowego wymiennika ciepta w: ksztatcie korytka
lub elementu nizebrowanego i mierozlgeznie potaczo-
nej z mim pokrywy z tworzywa sztucznego, zna-
mienny tym, ze w wyjeciu (5) pokrywy (6) umie-
szcza sie odpowiednio uksztaltowame wikiadki (4)
wykonane z materialu przewodzacego prad elektry-
czny i umieruchamia sie je w tym wyjeciu przez
wypelnienie przestrzeni miedzy wkladkami (4) a
$cianami botznymi wyjecia (5) materialem izola-
cyjnym, po czym wewnetrzne koncowki wktadek
(4) aczy sig cienkimi drutami (9) z polami kontak-
towymi (8) ma piytce mikroukladu (3), a nastepnie
przestrzen mnad piytka z mikroukiadem wypemhmia
ste poprzez okno (10) w pokrywie (6) elastycznym
materialemn zabézpieczajacym ré6wno. z krawedzia-
mi gbrnymi wymiennika ¢1).

2. Spos6éb wykonania wyprowadzen zeiwnéatrznych

. W elektronicznych gnikroukladath mocy od mikiro-

uktadu umieszezonego w dbudowie metatowej w
ksztalcie otwartego pudelka, zriamvienmy tym, ze
wkiadki (4) zaprasowiuje sie pojedymezo fub zespo-
lami w tworzywie sztueanym, a nastepnie uklada
sie je przy Sciamach bocznych wewmaftrz obudowy
w ksztalcie pudelka (2); po czym kohcéHwki we-
wnetrzne wkladek ) laczy sie z cienkimi druta-
mi (9) z polami kontaktowymi (8) na ptytece mikro-
ukladu (3), polgczonéj nierozigcznie z dnem pudel-
ka (2), a nastepnie ptzestrzeh nad plytkg z mikro-
ukladem wypelnia si¢ elastycznym materialem
izolacyjnym réwno z krawedziami gébrnymi 6bu-
déwy.
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